
电镀（锡）：整个表面镀底镍
30U"MIN 再镀锡80U”MIN

米色

电镀（锡）：整个表面镀底镍
30U"MIN 再镀锡80U”MIN

2

1 基座/Wafer

端子/Contact 黄铜

LCP（UL94V-0）

序号 名称 材料

焊片/Fitting NAil3 黄铜

技术要求：

、塑件材料： （ ）

、接触件：黄铜镀锡

、接触电阻： Ω
、绝缘电阻：≥ Ω
、额定电压：

、额定电流：

、耐压：能承受

、工作温度：

、可焊性试验：浸锡面积≥ 温度 时间

   秒

、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)


